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1
めっき装置、めっき液評価装置、めっき
液の運用方法及びめっき液の評価方
法

三菱電機株式会社 30
銀膜、銀膜の製造方法、ＬＥＤ実装用
基板、及びＬＥＤ実装用基板の製造方
法

松下電工株式会社

2 表面処理方法及び接点部材 株式会社エルグ 31 ウェハーめっき方法
日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

3
金属セラミック複合部材に対するメッキ
方法、パターン製造成方法、および湿
式処理装置、並びにパワーモ・・・

ＤＯＷＡメタルテック株式会
社

32
スパークプラグ用の貴金属合金チップ
及びその製造方法

田中貴金属工業株式会社

4 半導体装置の製造方法
ＮＥＣエレクトロニクス株式
会社

33
光透過性電磁波シールド材の製造方
法、光透過性電磁波シールド材、およ
びディスプレイ用フィルタ

株式会社ブリヂストン

5 カップ式めっき装置
日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

34 硬質金合金めっき液
ローム・アンド・ハース・エレ
クトロニック・マテリアルズ，
エル．エル．シー．

6 半導体基板の電気化学的処理方法
マイクロン　テクノロジー，
インク．

35
金属セラミック複合部材に対するメッキ
方法、パターン製造方法、および湿式
処理装置、並びにパワーモジ・・・

ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

7
白色被膜を有する装飾品およびその
製造方法

シチズンホールディングス
株式会社

36
めっき終端および電解めっきを使用す
る形成方法

エイブイエックス　コーポレ
イション

8 半導体装置の製造方法 株式会社東芝 37 めっき方法
ローム・アンド・ハース・エレ
クトロニック・マテリアルズ，
エル．エル．シー．

9
表面処理方法、電子部品の製造方
法、およびコネクタピンの製造方法

大和電機工業株式会社 38 水素透過膜構造体の製造方法 奥野製薬工業株式会社

10
コーティング膜、コーティング膜で被覆
された物品及び耐食性コーティング方
法

ダイキン工業株式会社 39
金属表面処理剤及び金属層の表面処
理方法

有限会社ケミカル電子

11
合成物質電気メッキ用基板の活性化
方法

エンソーン　インコーポレイ
テッド

40 磁性膜の製造方法及び磁性膜 ＴＤＫ株式会社

12
金めっき部品用洗浄剤およびすすぎ
剤並びに洗浄方法およびすすぎ方法

荒川化学工業株式会社 41
パラジウム合金めっき液及びそのめっ
き液を用いためっき方法。

田中貴金属工業株式会社

13 電解金めっき液及び金めっき方法
エヌ・イーケムキャット株式
会社

42
貴金属めっきを施したチタン又はチタ
ン合金材料

日鉱金属株式会社

14 電気・電子回路部品 株式会社大和化成研究所 43 複合めっき材およびその製造方法 国立大学法人　熊本大学

15 銀電気めっき浴
エヌ・イーケムキャット株式
会社

44 銀めっき金属部材およびその製造法
ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

16
ボンディングワイヤー及びその製造方
法

古河電気工業株式会社 45 イリジウム・コバルト合金めっき液 日進化成株式会社

17
シアン化物非含有銀系メッキ浴、メッキ
体及びメッキ方法

石原薬品株式会社 46 めっき方法 日進化成株式会社

18 溶融塩電解装置 田中貴金属工業株式会社 47
被覆タービンエンジン部品及びその製
造方法

ゼネラル・エレクトリック・カン
パニイ

19 溶融塩電解方法 田中貴金属工業株式会社 48 基板処理装置及び基板処理方法 株式会社荏原製作所

20 メッキ表面の後処理方法 石原薬品株式会社 49
導電性微粒子、基板構成体及び微粒
子のめっき方法

積水化学工業株式会社

21 メッキ表面の後処理方法 石原薬品株式会社 50
金バンプ又は金配線形成用非シアン
系電解金めっき浴

エヌ・イーケムキャット株式
会社

22 コンタクトの製造方法
日本航空電子工業株式会
社

51
バンプ形成用非シアン系電解金めっき
浴

エヌ・イーケムキャット株式
会社

23 金および金合金の電着浴とその用法

ヴィーラント　デンタル ウン
ト　テクニーク　ゲーエム
ベーハー　ウント　コー
カーゲー

52 複合めっき材の製造方法
ＤＯＷＡメタルテック株式会
社

24 金メッキ液および金メッキ方法 三菱化学株式会社 53 塩素発生用電極 田中貴金属工業株式会社

25
電解技術を用いて、金属ゲルマニウム
の薄膜を形成する方法

株式会社プライマリー 54
表面増強振動分光分析用治具及びそ
の製造方法

キヤノン株式会社

26
電析法によるコバルト－白金合金磁性
膜の製造方法

日本エレクトロプレイテイン
グ・エンジニヤース株式会
社

55 金－銀合金めっき液
エヌ・イーケムキャット株式
会社

27
めっき方法およびマイクロデバイスの
製造方法

ＴＤＫ株式会社 56 半導体装置の製造方法
ＮＥＣエレクトロニクス株式
会社

28
金属線材メッキ用不溶性陽極及びそ
れを用いた金属線材メッキ方法

ダイソー株式会社 57 めっき装置及びめっき方法 株式会社荏原製作所

29
めっき方法およびマイクロデバイスの
製造方法

ＴＤＫ株式会社 以下21点省略
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